
1

1

2

2

3

3

4

4

D D

C C

B B

A A

Title

Number RevisionSize

A4

Date: 2018/5/15 Sheet    of
File: D:\WorkFold\..\M536b-bs.SchDoc Drawn By:

C1
104

NC
4

NC
2

DATA
3

GND
1

NC
5

SCL
6

RST
7

VCC
8

SAM1

C2
104

NC
4

NC
2

DATA
3

GND
1

NC
5

SCL
6

RST
7

VCC
8

SAM2

CLK CLK

VCC_3.3

SAMRST1 SAMRST2

SAMIO1 SAMIO2

SAMIO1 SAMIO2

SAMIO3SAMIO4

SAMIO5

SAMIO6

CLK
RST

SCL

GND

C3
104

NC
4

NC
2

DATA
3

GND
1

NC
5

SCL
6

RST
7

VCC
8

SAM3

C4
104

NC
4

NC
2

DATA
3

GND
1

NC
5

SCL
6

RST
7

VCC
8

SAM4

CLK CLK
SAMRST3 SAMRST4

SAMIO3 SAMIO4

C5
104

NC
4

NC
2

DATA
3

GND
1

NC
5

SCL
6

RST
7

VCC
8

SAM5

C6
104

NC
4

NC
2

DATA
3

GND
1

NC
5

SCL
6

RST
7

VCC
8

SAM6

CLK CLK
SAMRST5 SAMRST6

SAMIO5 SAMIO6

VCC_SAM可根据实际卡片要求提供
可根据实际卡片要求提供可根据实际卡片要求提供

可根据实际卡片要求提供5V或
或或

或3.3V电源
电源电源

电源

SAMRST1

SDA
SAMRST5

SAMRST4

SAMRST6
SAMRST2

SAMRST3

外接方案

外接方案外接方案

外接方案1：为了保证芯片稳定工作，连接
：为了保证芯片稳定工作，连接：为了保证芯片稳定工作，连接

：为了保证芯片稳定工作，连接Max809之类复位芯片，复位电压选择
之类复位芯片，复位电压选择之类复位芯片，复位电压选择

之类复位芯片，复位电压选择2.9V左右
左右左右

左右

2.7K
R1

TXD
1

RXD
2

SCL
3

SDA
4 MCU

IO1
6

Ext_INT
5

U?

MCU

VCC_3.3

外接方案

外接方案外接方案

外接方案2：工作电压稳定后，大于
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按键：芯片升级时会用到
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